
2024国际人工智能芯片博览会

产品名称 2024国际人工智能芯片博览会

公司名称 竖业展览-展览会信息

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区立新路281-289号（单）1层（注册
地址）

联系电话 13681831609 13681831609

产品详情

人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案、数据存储、光电共封装模块及技术和设备等展区

随着人工智能技术的快速发展和应用，人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案、数据存储、
光电共封装模块及技术和设备等成为当前电子信息产业的核心领域之一。为了展示这些领域的最新技术
和产品，我们特别设立了人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案、数据存储、光电共封装模
块及技术和设备等展区。

一、人工智能芯片

人工智能芯片是专门针对人工智能应用设计的芯片，具有高效、低功耗、可编程等特点。在展区中，您
将看到各种类型的人工智能芯片，包括基于ASIC、FPGA、GPU等不同技术路线的芯片，以及针对不同
应用场景的定制化芯片。同时，还将展示如何将人工智能芯片应用于语音识别、图像处理、自然语言处
理等应用中。

二、算力芯片及方案

算力芯片及方案是针对高性能计算和数据中心等应用场景设计的芯片和方案。在展区中，您将看到各种
类型的算力芯片及方案，包括基于CPU、GPU、FPGA等不同技术路线的芯片和方案，以及针对不同应用
场景的定制化芯片和方案。同时，还将展示如何将算力芯片及方案应用于云计算、大数据分析、科学计
算等领域中。

三、算法方案

算法方案是针对特定应用场景设计的算法和方案。在展区中，您将看到各种类型的算法方案，包括机器
学习、深度学习、自然语言处理等领域的算法和方案，以及针对不同应用场景的定制化算法和方案。同
时，还将展示如何将算法方案应用于图像识别、语音识别、智能推荐等领域中。



四、数据存储

数据存储是针对大量数据存储和应用设计的解决方案。在展区中，您将看到各种类型的数据存储设备和
应用解决方案，包括分布式存储、云存储、高速缓存等。同时，还将展示如何将数据存储应用于大数据
分析、云计算等领域中。

五、光电共封装模块及技术

光电共封装模块及技术是实现高速光通信的关键技术之一。在展区中，您将看到各种类型的光电共封装
模块及技术，包括基于硅基的光电共封装模块及技术以及其他新型材料的光电共封装模块及技术。同时
，还将展示如何将光电共封装模块及技术应用于超高速光通信等领域中。

六、技术和设备

除了以上几个方面的展示内容外，展区还将展示各种相关技术和设备。包括但不限于：新工艺、新材料
展示；传感器与微系统展示；智能机器人展示；智能装备与自动化系统展示；工业互联网与数字化工厂
展示；量子计算与量子通信展示；集成电路与微系统展示；5G与物联网展示；3D打印与增材制造技术展
示等。这些技术和设备的应用和发展趋势将成为参观者关注的焦点之一。

总结：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案、数据存储、光电共封装模块及技术和设备等
展区展示了当前电子信息产业的核心领域和技术趋势。通过参观这个展区，观众可以深入了解这些领域
的技术动态和发展趋势为未来的业务发展和研究提供有价值的参考同时为相关行业人士提供一个交流和
展示最新技术和产品的平台。
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